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DESCRIPCION
Dispositivo diodo emisor de luz
Campo de la invencion

La presente invencion se refiere a un conjunto de lampara que utiliza una fuente de luz de estado sélido integrada en
un sistema sin LEDs empaquetados por separado.

Antecedentes

Los sistemas de iluminacion de estado sélido que incluyen LEDs cuentan, generalmente, con uno o mas dados LED
introducidos en un paquete LED que esta instalado en una placa de circuito impreso (PCB), a veces en combinacion
con un controlador eléctrico que puede estar localizado en la misma ubicacion o conectado de forma separada. La
PCB que contiene los LED se combina con una o mas 6pticas secundarias, se coloca en una bombilla y se ensambla
en una lampara. Las multiples capas de embalaje, entre las que se incluyen, por ejemplo, el paquete LED, la PCB, las
Opticas secundarias, la bombilla y la lampara, aumentan el tamario, el coste y la complejidad de manufacturacion de
la lampara. Ademas, las multiples capas de ensamblaje pueden reducir la extraccion de luz de la lampara, pues la luz
debe extraerse de cada una de las capas de ensamblaje y, por lo general, cada una de dichas capas de ensamblaje
absorbe una cierta cantidad de luz. Estas mismas multiples capas de ensamblaje también pueden reducir la eficiencia
de la extraccion de calor de los LEDs, reduciendo aun mas su eficiencia 6ptica.

Los dispositivos emisores de luz semiconductores, como los diodos emisores de luz (LEDs), los diodos emisores de
luz de cavidad resonante (RCLEDSs), los diodos laser de cavidad vertical (VCSELSs), y los laseres de borde emisores,
se encuentran entre las fuentes de luz mas eficientes actualmente disponibles. Entre los sistemas de materiales de
interés actual en la manufacturacion de dispositivos emisores de luz de alto brillo capaces de funcionar en todo el
espectro visible se incluyen los semiconductores del grupo Ill-V y, particularmente, aleaciones binarias, ternarias y
cuaternarias de galio, aluminio, indio y nitrégeno y/o fésforo. Generalmente, los dispositivos emisores de luz IlI-V se
fabrican haciendo crecer de forma epitaxial una pila de capas semiconductoras de diferentes composiciones y
concentraciones de dopante en un zafiro, carburo de silicio, silicio, nitruro de galio, GaAs u otro sustrato adecuado
mediante deposicion de vapor metalorganico por procesos quimicos (MOCVD), crecimiento epitaxial por haces
moleculares (MBE) u otras técnicas epitaxiales. La pila, a menudo, incluye una o varias capas de un tipo n dopadas
con, por ejemplo, Si y formadas sobre el sustrato, una o varias capas emisoras de luz en una regién activa formada
sobre la capa de tipo n o las capas y una o varias capas de tipo p dopadas con, por ejemplo, Mg y formada sobre la
region activa. Los contactos eléctricos se forman en las regiones de tipo ny p.

El documento WO 2007/139780 A2 describe un dispositivo de iluminaciéon que comprende un emisor de luz de estado
sélido, un primer y un segundo electrodos conectados al emisor, una regiéon encapsulante que comprende un
compuesto de silicona y una regidn de soporte. La regidon encapsulante se extiende hacia una superficie externa del
dispositivo de iluminacion. Al menos una porcion del primer electrodo esta rodeada por la region de soporte. La region
encapsulante y la region de soporte definen, en conjunto, una superficie externa que abarca sustancialmente al emisor.

En los documentos US 6 518 600 B1, US 2011/278623 A1 y US 2001/026011 A1 se describen otros dispositivos de
iluminacion.

Resumen

Es un objeto de la presente invencién proporcionar uno o mas LED(s) unidos a un sustrato conductor y dispuestos en
un cuerpo moldeado que conforman una unidad de iluminacién completa y que pueden utilizarse, por ejemplo, como
una bombilla 0 como un conjunto de lampara completo.

El dispositivo de la invencién se define en la reivindicacion 1. Un dispositivo de acuerdo con las realizaciones de la
invencién incluye un LED montado sobre un sustrato conductor de electricidad. El sustrato eléctricamente conductor
incluye miembros aislados eléctricamente que se conectan eléctricamente al anodo y a las conexiones del catodo del
LED. El sustrato eléctricamente conductor incluye ademas porciones externas configuradas para conectar
eléctricamente el sustrato eléctricamente conductor a una fuente de energia. Sobre el LED se coloca una lente. Sobre
el sustrato eléctricamente conductor se moldea un cuerpo de polimero de manera que esté en contacto directo con la
lente. Las porciones externas del sustrato eléctricamente conductor sobresalen del cuerpo de polimero. El cuerpo de
polimero se moldea alrededor de la lente y la lente sobresale del cuerpo de polimero.

El método de la invencién queda definido en la reivindicaciéon 15. Un método de acuerdo con las realizaciones de la
invencion incluye la uniéon de un LED a un sustrato eléctricamente conductor y el moldeo de un cuerpo de polimero
sobre el LED y sobre el sustrato eléctricamente conductor. El sustrato eléctricamente conductor incluye miembros
aislados eléctricamente que se conectan eléctricamente al anodo y a las conexiones del catodo del LED. El sustrato
eléctricamente conductor incluye ademas porciones externas configuradas para conectar eléctricamente el sustrato
eléctricamente conductor a una fuente de energia. El cuerpo de polimero es térmicamente conductor y eléctricamente
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aislante. Las porciones externas del sustrato eléctricamente conductor sobresalen del cuerpo de polimero. El cuerpo
de polimero se moldea alrededor de la lente y la lente sobresale del cuerpo de polimero.

Breve descripcion de los dibujos

La figura 1 ilustra una estructura que incluye un LED dispuesto en un cuerpo moldeado. Una lente que esta
sobre el LED y conductores que parten de un sustrato conductor al que esta unido el LED sobresalen del
cuerpo moldeado.

La figura 2 ilustra un ejemplo de un LED.

La figura 3 es una vista en seccion transversal de la estructura ilustrada en la figura 1.

Las figuras 4 y 5 son vistas laterales de una realizacion de la invencion.

La figura 6 ilustra un método para elaborar las estructuras ilustradas en las figuras 1, 3, 4 y 5.
Descripcion detallada

Si bien en los ejemplos incluidos a continuacion los dispositivos emisores de luz semiconductores son LEDs de nitruro
de galio que emiten luz azul o UV, también existe la posibilidad de utilizar dispositivos emisores de luz semiconductores
que no sean LEDs, como diodos laser, dispositivos emisores de luz semiconductores elaborados de otros sistemas
materiales como materiales IlI-V, fosfuro Ill, arseniuro Ill, materiales II-VI, materiales basados en ZnO o Si o
dispositivos emisores de luz no semiconductores.

En las realizaciones de la invencion se forma una lente sobre un LED. El LED se monta en un marco o sustrato
conductor y, a continuacion, el cuerpo se moldea alrededor del LED, de la lente y del sustrato conductor. La figura 1
ilustra una realizacién de la invencion. En el centro de la figura 1 se ilustra un cuerpo moldeado 14, siendo dicho
cuerpo moldeado 14 un polimero. En algunas realizaciones, el cuerpo moldeado 14 es un plastico termoconductor
que puede conducir el calor en direccion contraria al LED y hacia el aire o el sustrato conductor, donde puede ser
eliminado del dispositivo. Una porcidn de una lente 42 formada sobre el LED sobresale de la parte superior del cuerpo
moldeado 14. Dos conductores 16, que estan conectados eléctricamente al sustrato conductor sobre el que esta
montado el LED o a parte del mismo, sobresalen de la parte inferior del cuerpo moldeado 14.

Si bien la estructura de la figura 1 tan solo incluye un LED dispuesto en un cuerpo moldeado, en otras realizaciones
se pueden disponer varios LEDs en el cuerpo moldeado. Ademas, aunque la estructura de la figura 1 ilustra la lente
42 sobresaliendo desde la parte superior del cuerpo moldeado y a los conductores 16 sobresaliendo desde la parte
inferior del cuerpo moldeado, las realizaciones de esta invencidn no se limitan a tal disposicion. Por ejemplo, en lugar
de, o ademas de, la lente 42 que sobresale de la parte superior del cuerpo moldeado, una o varias lentes mas pueden
sobresalir desde los laterales y desde la parte inferior del cuerpo moldeado. El cuerpo moldeado no se limita a la forma
ilustrada.

La figura 2 ilustra un ejemplo de un LED apropiado. Existe la posibilidad de utilizar cualquier LED o dispositivo emisor
de luz adecuado y, por tanto, la invencion no se limita al LED ilustrado en la figura 2. El dispositivo ilustrado en la figura
2 es un flip chip, lo cual implica que uno 0 mas contactos reflectantes de la parte inferior del cuerpo del LED 25 dirigen
la luz desde la parte superior del LED hacia la lente 42. Es posible utilizar otras geometrias de dispositivos; La
invencioén no se limita a los LEDs de tipo flip chip.

EI LED ilustrado en la figura 2 puede formarse de la siguiente manera. Se hace crecer una estructura semiconductora
22 sobre un sustrato de crecimiento (no mostrado en la figura 2), tal y como se conoce en la técnica. El sustrato de
crecimiento es, a menudo, zafiro, pero también puede ser cualquier otro sustrato adecuado, como, por ejemplo, SiC,
Si, GaN o un sustrato compuesto. La estructura semiconductora 22 incluye una regiéon emisora de luz o activa
introducida entre las regiones n y p. Una region de tipo n 24 puede hacerse crecer en primer lugar y puede incluir
multiples capas de diferentes composiciones y concentraciones dopantes incluyendo, por ejemplo, capas de
preparacién como capas buffer o capas de nucleacion y/o capas disefiadas para facilitar la eliminacion del sustrato de
crecimiento, que pueden ser de tipo n o no estar intencionalmente dopadas, y capas de dispositivo de tipo n e incluso
de tipo p disefiadas para propiedades opticas, materiales o eléctricas particulares deseables para que la region
emisora de luz pueda emitir luz de manera eficiente. Una regién emisora de luz o activa 26 se hace crecer sobre la
region de tipo n. Entre los ejemplos de regiones emisoras de luz adecuadas se incluyen una capa emisora de luz
gruesa o fina o una regién emisora de luz de pozo cuantico multiple que incluye capas emisoras de luz gruesas o finas
separadas por capas barrera. Una region de tipo p 28 puede entonces hacerse crecer sobre la regién emisora de luz.
Al igual que la region de tipo n, la regién de tipo p puede incluir multiples capas de diferente composicion, grosor y
concentracion dopante, incluyendo capas no dopadas intencionalmente o capas de tipo n.

Después del crecimiento de la estructura semiconductora, se forma un contacto p sobre la superficie de la region de
tipo p. El contacto p 30 a menudo incluye multiples capas conductoras como un metal reflectante y un metal protector
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que puede prevenir o reducir la electromigracion del metal reflectante. El metal reflectante es, a menudo, plata, pero
también puede utilizarse cualquier otro material o materiales adecuados. Una vez formado el contacto p 30, una
porcién del contacto p 30, la region tipo p 28 y la regidn activa 26 se retiran para exponer una porcion de la region tipo
n 24, sobre la cual se forma un contacto n 32. Los contactos ny p 32 y 30 estan aislados eléctricamente entre si por
accion de un hueco que puede llenarse con un dieléctrico 34, como un 6xido de silicio o cualquier otro material
adecuado. Se pueden formar multiples contactos n; Los contactos ny p 32 y 30 no se limitan a la disposicion ilustrada
en la figura 2. Los contactos n y p pueden ser redistribuidos para formar almohadillas de unién con una pila
dieléctrica/metalica, tal y como se conoce en la técnica.

Las almohadillas metalicas gruesas 36 y 38 se forman sobre los contactos n y p y estan eléctricamente conectadas a
ellos. La almohadilla 38 esta conectada eléctricamente al contacto n 32. La almohadilla 36 estd conectada
eléctricamente al contacto p 30. Las almohadillas 36 y 38 estén aisladas eléctricamente entre si por la accion de un
hueco 40, que puede rellenarse con material dieléctrico. El espacio 40 puede estar relleno con el mismo material 12
que separa los LED colindantes 10 en algunas realizaciones, que es un material solido diferente en algunas
realizaciones o aire en otras realizaciones. La almohadilla 38 esta aislada eléctricamente del contacto p 30 por el
dieléctrico 34, que puede extenderse sobre una porcion del contacto p 30. Las almohadillas 36 y 38 pueden ser, por
ejemplo, de oro, cobre, aleaciones o de cualquier otro material adecuado formado por chapado o por cualquier otra
técnica apropiada. Las almohadillas 36 y 38, en algunas realizaciones, son lo suficientemente gruesas como para
soportar la estructura semiconductora 22, de manera que el sustrato ampliado puede retirarse.

En algunas realizaciones, en lugar de las almohadillas gruesas de metal 36 y 38, la estructura semiconductora esté
unida a un sustrato anfitrion, que puede ser, por ejemplo, silicio, ceramica, metal o cualquier otro material adecuado.
En algunas realizaciones, el sustrato de crecimiento permanece unido a la estructura semiconductora. El sustrato de
crecimiento puede estar adelgazado y/o texturizado, endurecido o modelados con un patréon.

Muchos LEDs individuales 10 estan formados en una sola plaqueta. En las regiones existentes entre los LEDs 10
colindantes, la estructura semiconductora es totalmente eliminada mediante el grabado del sustrato, o la estructura
semiconductora se graba en una capa eléctricamente aislante. Un material dieléctrico 12 es dispuesto en las areas
existentes entre los LEDs 10. El material 12 puede soportar mecanicamente y/o proteger los laterales de los LEDs 10
durante el procesamiento posterior, como el corte en dados. El material 12 también puede formarse para prevenir o
reducir la cantidad de luz que escapa de los laterales de los LEDs 10.

El sustrato de crecimiento es entonces retirado de una plaqueta de LEDs. El sustrato de crecimiento puede retirarse,
por ejemplo, por fusién por laser, grabado, técnicas mecanicas como la molienda o cualquier otra técnica apropiada.
La estructura semiconductora 22 de los LEDs 10 puede adelgazarse tras retirar el sustrato de crecimiento y/o la
superficie superior expuesta puede ser endurecida, texturizada o modelada con un patrén, por ejemplo, para mejorar
la extraccion de luz de los LEDs 10.

En algunas realizaciones, una capa de conversion de longitud de onda 20 esta conectada o bien a la superficie de los
LEDs 10 expuesta al retirar el sustrato de crecimiento, o bien al sustrato de crecimiento en dispositivos en los que el
sustrato de crecimiento permanece unido a la estructura semiconductora. La capa de conversion de longitud de onda
20 puede estar formada de cualquier material adecuado mediante cualquier técnica apropiada. Existe la posibilidad
de utilizar multiples capas de conversién de longitud de onda. El material de conversién de longitud de onda puede
ser fésforo organico convencional, puntos cuanticos, semiconductores organicos, semiconductores II-VI o lI-V, puntos
cuanticos semiconductores 1I-VI o Ill-V o nanocristales, colorantes, polimeros u otros materiales con capacidad
luminiscente. En varias realizaciones, la capa de conversion de longitud de onda 20 puede ser, por ejemplo, uno o
varios fésforos en polvo mezclados con material transparente como silicona, que se dispensa, se serigrafia, se
estampa o se premoldea y luego se lamina sobre el LED 10 o una ceramica luminiscente premoldeada o foésforo
disperso en vidrio u otro material transparente que esté pegado o unido al LED 10.

La capa de conversién de longitud de onda 20 absorbe la luz emitida por los LEDs y emite luz de una o varias diferentes
longitudes de onda. La luz no convertida emitida por los LEDs a menudo es parte del espectro final de la luz extraida
de la estructura, aunque no es necesario. Entre los ejemplos de combinaciones comunes se incluyen un LED emisor
de luz azul combinado con un material de conversién de longitud de onda emisor de luz amarilla, un LED emisor de
luz azul combinado con materiales de conversion de longitud de onda emisores de luz verde y roja, un LED emisor de
luz UV combinado con materiales de conversion de longitud de onda emisores de luz azul y amarillo y un LED emisor
de luz UV combinado con materiales conversores de longitud de onda emisores de luz azul, verde y roja. Se pueden
agregar materiales de conversion de longitud de onda que emitan luz de otros colores para adaptar el espectro de luz
emitido desde la estructura.

Se pueden agregar materiales que no sean de conversion de longitud de onda a la capa de conversion de longitud de
onda 20, por ejemplo, para provocar dispersion o para alterar el indice de refraccion de la capa. Entre los materiales
apropiados se encuentran el silice y el TiO2. En algunas realizaciones no se utiliza material que no sea de conversion
de longitud de onda en el dispositivo.
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Antes o después de formar la capa de conversién de longitud de onda 20 o de unir una capa de conversion de longitud
de onda 20 premoldeada al LED, se puede trocear en dados la plaqueta de LEDs para formar LEDs individuales o
grupos de LEDs. EI LED ilustrado en la figura 2 se separa de una plaqueta cortando el dieléctrico 12 que rodea al
cuerpo del LED 25.

Un elemento 6ptico 42 esta dispuesto sobre el LED. El elemento 6ptico 42 es una estructura que puede alterar el
patron de luz emitido por el LED. Entre los ejemplos de elementos dpticos apropiados se incluyen lentes como lentes
de cupula o lentes Fresnel y otras estructuras como concentradores épticos. Por economia del lenguaje, en el presente
documento se utiliza el término lente para hacer referencia al elemento éptico 42. La lente 42 puede ser una lente
premoldeada que se pega o se une de alguna otra forma al cuerpo LED 25 o una lente que se forma sobre el cuerpo
LED 25, por ejemplo, mediante moldeo. La lente 42 a menudo se extiende sobre los laterales del cuerpo LED 25, tal
y como se ilustra en la figura 2. En algunos casos, una lente fisica puede cubrir mas de un LED. El uso de una lente
sobre multiples LEDs puede tener ventajas en lo que al rendimiento éptico del sistema se refiere, puesto que, al colocar
multiples LEDs en el sustrato conductor, es posible colocar LEDs de diferente color, diferente forma y/o diferente
rendimiento eléctrico en una posicién cercana entre si y con un acoplamiento éptico especifico en una unica lente
fisica apropiada.

La formacion de una lente moldeada 42 puede llevarse a cabo segun las siguientes indicaciones. Un molde cuyo
interior presenta la forma de una lente 42 se baja sobre el cuerpo LED 25. El molde puede estar opcionalmente forrado
con una pelicula antiadherente que evita la adherencia del material de moldeo al molde. En algunas realizaciones, se
aplica plasma, como plasma O2 a la superficie superior del cuerpo LED 25 para mejorar la adherencia del material de
moldeo al cuerpo LED. La regién ubicada entre el molde y el cuerpo LED 25 se llena con un material de moldeo liquido
termocurable. El material de moldeo puede ser cualquier material épticamente transparente apropiado, como, por
ejemplo, silicona, un epoxi o un hibrido de silicona/epoxi. Se puede utilizar un material hibrido para lograr una
coincidencia mas exacta del coeficiente de expansion térmica (CET) del material de moldeo con el del cuerpo LED 25.
La silicona y el epoxi cuentan con un indice de refraccion lo suficientemente alto (mayor que 1,4) para facilitar la
extraccion de luz del LED y también para actuar como una lente. Un tipo de silicona cuenta con un indice de refraccion
de 1,76. En algunas realizaciones, un material de conversién de longitud de onda, como fésforo, es dispersado en el
material de moldeo. Se puede utilizar un elemento éptico con material de conversién de longitud de onda dispersado
en lugar de, o ademas de, la capa de conversién de longitud de onda 20. Se puede crear una junta de vacio entre el
cuerpo LED 25 y el molde y las dos piezas pueden ser presionadas la una contra la otra de manera que el LED quede
insertado en el material de moldeo liquido y el material de moldeo quede bajo compresion. El molde se puede calentar,
por ejemplo, a unos 150 °C o a otra temperatura apropiada durante una cantidad de tiempo apropiada, para de esta
forma endurecer el material de moldeo en la lente 42. El dispositivo terminado, tal y como se ilustra en la figura 2, es,
entonces, liberado del molde.

La lente 42 puede formarse sobre el cuerpo LED 25 antes o después de unir el LED a un sustrato conductor, tal y
como se describe a continuacion.

La figura 3 es una vista en seccion transversal de la estructura ilustrada en la figura 1.

Tal y como se ilustra en la figura 3, las almohadillas 36 y 38 son unidas eléctrica y fisicamente a un sustrato
eléctricamente conductor 18. El sustrato conductor 18 puede ser un metal, un polimero flexible como poliimida o
cualquier otro material apropiado que pueda soportar la exposicién a las temperaturas requeridas para el moldeo de
polimeros (por ejemplo, temperaturas superiores a 260 °C durante mas de 10 segundos). En algunas realizaciones,
el sustrato conductor 18 es un material con una conductividad térmica de, al menos, 100 W/mK, como, por ejemplo,
el cobre C194. El sustrato conductor 18 incluye miembros eléctricamente aislados que se conectan eléctricamente a
las conexiones de anodo y catodo del LED (almohadillas 36 y 38 del dispositivo ilustradas en la figura 2) y cualquier
otro elemento de circuito. El sustrato conductor 18 incluye una porcién externa que sobresale del cuerpo moldeado.
La porcién externa se utiliza para conectar eléctricamente el sustrato conductor a una fuente de energia que puede
suministrar corriente al sustrato conductor para polarizar hacia adelante el LED de manera que el LED emita luz. En
la estructura ilustrada en las figuras 1y 3, la porcién externa del sustrato conductor esta formada por dos conductores
16 que pueden enchufarse en una toma de corriente apropiada. Cualquier tipo de estructura apropiada, como, por
ejemplo, un extremo de casquillo enroscable de una bombilla, una estructura adecuada para su uso en una toma de
corriente PAR16, una toma de corriente P21 o cualquier otro tipo de toma de corriente estandar, puede ser sustituida
por los conectores 16 ilustrados en las figuras 1y 3.

Se pueden unir uno o0 mas elementos de circuito 44 adicionales y opcionales al sustrato conductor 18 dentro o fuera
del cuerpo moldeado 14. El elemento de circuito adicional 44 puede ser un elemento de circuito no emisor de luz. El
elemento de circuito adicional 44 puede ser, por ejemplo, un circuito de protecciéon de descarga electrostatica, un
circuito de acondicionamiento de energia, un circuito conductor, un circuito de control, una resistencia con plomo o
cualquier otro elemento de circuito apropiado. Las resistencias con plomo y los diodos son elementos de circuito
discretos estandar con cables (cables largos) en ambos extremos. Estos dispositivos se pueden conectar
convenientemente al sustrato conductor mediante técnicas como la soldadura, la soldadura laser o la soldadura por
resistencia. Los componentes con plomo se utilizan cuando se desea retirar la fuente de calor, por ejemplo, el cuerpo
de la resistencia, de los elementos del circuito sensibles a la temperatura, por ejemplo, los LEDs. El elemento de
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circuito adicional 44 puede estar totalmente encerrado dentro del cuerpo moldeado 14, tal y como se ilustra en las
figuras 1y 3, o la totalidad o una porcién del elemento de circuito adicional 44 puede sobresalir del cuerpo moldeado
14.

El cuerpo moldeado 14 puede ser de cualquier material adecuado, por ejemplo, plastico, policarbonato, poliolefina,
PPA, PPS o polimero, como caucho de silicona. En algunas realizaciones, el cuerpo moldeado 14 es un plastico
térmicamente conductor con una conductividad térmica de, al menos, 1 W/m-K. En algunas realizaciones, el uso de
un plastico térmicamente conductor elimina la necesidad de contar con un disipador de calor adicional. En algunas
realizaciones, el cuerpo moldeado 14 es un material como un plastico con una resistividad eléctrica de, al menos,
10.000 Q-m para aislar eléctricamente a las partes dispuestas dentro del cuerpo moldeado 14, como los conductores
16.

En algunas realizaciones, una porcion del cuerpo moldeado 14 esta pintada o recubierta con una pintura
eléctricamente aislante 46. Por ejemplo, como se ilustra en la figura 3, una porcién del cuerpo moldeado en la que
sobresalen los conductores 16 puede estar pintada con pintura eléctricamente aislante, de manera que el plastico
térmicamente conductor del cuerpo moldeado 14 no esté en contacto directo con la porcién del sustrato conductor 18
que sobresale del cuerpo moldeado 14. La pintura eléctricamente aislante permite el uso de plasticos o polimeros
eléctricamente conductores como cuerpo moldeado 14. En algunas realizaciones, un cuerpo moldeado 14
eléctricamente conductor puede utilizarse para proporcionar un blindaje eléctrico para proteger a los elementos de
circuito frente a la interferencia electromagnética (EMI) y/o para reducir o eliminar el ruido eléctrico cuando el circuito
es accionado con, o genera internamente, una forma de onda eléctrica no DC.

En algunas realizaciones, el cuerpo 14 es moldeado de un polimero eléctricamente conductor, como policarbonato
cargado de grafito. El cuerpo moldeado eléctricamente conductor 14 puede ser, por si mismo, parte del circuito
eléctrico del dispositivo, eliminando de esta forma el requisito de contar con componentes separados adicionales y
distribuyendo potencialmente el calor en el cuerpo moldeado 14 o eliminando el calor del cuerpo moldeado 14.

En algunas realizaciones, el cuerpo moldeado 14 incluye aletas en la superficie exterior que proporcionan un
acoplamiento térmico directo al aire ambiente. Estas aletas pueden estar disefiadas utilizando procedimientos bien
conocidos en la técnica para crear estructuras de disipacion de calor eficientes.

Tal y como se ilustra en la figura 3, en algunas realizaciones, el cuerpo moldeado 14 cubre al menos una porcion de
la lente 42. El cuerpo moldeado 14 esta en contacto directo con una porcién de la lente 42. El cuerpo moldeado 14 es,
generalmente, opaco, aunque también puede ser transparente o translicido en algunas realizaciones.

Las figuras 4 y 5 son vistas laterales de una realizacion de la presente invencion. La figura 4 se gira 90° desde la vista
mostrada en la figura 5. Al igual que la estructura ilustrada en las figuras 1y 3, en la estructura ilustrada en las figuras
4 y 5, los conductores 16, que son parte de, o estan unidos, al sustrato conductor al que los LEDs estan unidos,
sobresalen de la parte inferior del cuerpo moldeado 14.

Las lentes correspondientes a los tres grupos de LEDs sobresalen del cuerpo moldeado 14. La lente 58 sobresale de
la parte superior del cuerpo de moldeado 14 a lo largo de un eje 64. La lente 60 sobresale del cuerpo moldeado a lo
largo de un eje 66, 120° del eje 64. La lente 62 sobresale del cuerpo moldeado a lo largo de un eje 68, 240° del eje
64. Por consiguiente, la estructura ilustrada en las figuras 4 y 5 puede dirigir la luz en tres direcciones diferentes.

Cada una de las lentes 58, 60 y 62 puede estar dispuesta sobre un unico LED o sobre multiples LEDs dispuestos en
una linea o en cualquier otra disposicion apropiada. En las realizaciones en las que las lentes 58, 60 y 62 estan
dispuestas sobre multiples LEDs, puede utilizarse una lente como pieza unica o lentes individuales dispuestas sobre
cada LED. Por ejemplo, como se ilustra en la figura 4, la lente 58 puede incluir lentes 50, 52, 54 y 56, que estan
alineadas sobre cuatro LEDs. Las lentes 50, 52, 54 y 56 pueden ser lentes separadas que estan dispuestas de forma
separada sobre los LEDs individuales o una pieza unica e integrada que incluye las cuatro cupulas ilustradas.

Tal y como se ilustra en la figura 5, las lentes 58, 60 y 62 no tienen por qué tener la misma forma. La forma de la lente
controla la apariencia de la luz emitida por la estructura y depende de la aplicacion en cuestion.

El circuito de control utilizado para dirigir individualmente los multiples LEDs de la estructura ilustrada en las figura 4
y 5 puede estar dispuesto dentro del cuerpo moldeado 14 o puede estar separado de la estructura ilustrada.

La figura 6 ilustra un método de formacion de los dispositivos ilustrados en las figuras 1, 3, 4 y 5. En el proceso 72, un
LED se une a un sustrato conductor. En algunas realizaciones, el chip LED se monta sobre un sustrato conductor
utilizando técnicas de unién "die attach" que no fallan ante la exposicion a las temperaturas tipicas de moldeo de
plastico, que pueden estar, por ejemplo, en el rango de 280-350 °C. Se puede utilizar cualquier tipo de material
apropiado para unir el LED al sustrato conductor, como, por ejemplo, epoxi de plata die attach o soldadura eutéctica
AuSn. Ademas del chip LED, se pueden unir al sustrato otras estructuras que conforman el circuito eléctrico en algunas
realizaciones. En algunas realizaciones, tras la unién die attach, se unen uno o mas cables al LED y/o a otros
elementos de circuito para completar la conexion eléctrica al LED y/o a otros elementos del circuito.
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En algunas realizaciones, después del proceso 72, la lente es moldeada sobre el LED. En algunas realizaciones, se
utiliza un material de lente que mantiene al menos parte de su resistencia mecanica cuando se somete al proceso de
moldeo de inyeccién de plastico. Los componentes adicionales, como las resistencias con plomo o los cables eléctricos
o dispositivos semiconductores empaquetados, pueden unirse al sustrato conductor antes o después de la formacion
de la lente.

Después de la formacioén de la lente y de la uniéon de cualquier componente eléctrico que no sea un LED, el conjunto
completo se coloca en una maquina de moldeo de plastico, como una maquina de moldeo por inyeccién tradicional.
El polimero se moldea sobre el sustrato conductor, los componentes que no sean LED opcionales y una porcién de la
lente en algunas realizaciones, en el proceso 74. En algunas realizaciones, el cuerpo polimero forma tanto el cuerpo
mecanico de la bombilla o la lampara como el disipador de calor para la transferencia del calor desde los LEDs y otros
componentes eléctricos hacia el aire ambiente o los cables 16.

Son muchas las aplicaciones adecuadas para las realizaciones descritas en este documento. Algunas realizaciones
se pueden usar como una bombilla reemplazable que se puede insertar en un casquillo. La bombilla se puede
reemplazar si la bombilla falla o para cambiar la naturaleza de la luz emitida desde la toma de corriente. Algunas
realizaciones pueden utilizarse para la iluminacion de automaviles. Por ejemplo, la realizacion ilustrada en las figuras
4 y 5 puede utilizarse como una lampara completa que esta conectada a un vehiculo o como un subcomponente de
una lampara de vehiculos que puede ademas integrarse en una lampara de forma no reemplazable. Entre los ejemplos
de aplicaciones adecuadas para vehiculos se incluyen intermitentes, luces de circulacién diurna, faros o luces traseras.
En particular, la realizacion ilustrada en las figuras 4 y 5 puede utilizarse como parte de una luz trasera en un vehiculo.
Una o varias de las lentes 58, 60 y 62 pueden activarse como una luz trasera, una o varias lentes 58, 60 y 62 pueden
activarse como una luz de freno y una o varias lentes 58, 60 y 62 pueden activarse como una luz de marcha atras. No
es la intencion de esta invencién limitar su alcance a las realizaciones especificas ilustradas y descritas en ella. La
invenciodn esta definida por las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo que comprende:
un diodo emisor de luz (LED) (25),

en donde el LED comprende conexiones de anodo y catodo (36, 38); Un sustrato eléctricamente
conductor (18) para polarizar hacia adelante el LED,

en donde el sustrato eléctricamente conductor incluye

- miembros aislados eléctricamente que se conectan eléctricamente a las conexiones de
anodo y catodo del LED, y

- porciones externas (16) configuradas para conectar eléctricamente el sustrato
eléctricamente conductor a una fuente de energia;

una lente (42) dispuesta sobre dicho LED (25); Y un cuerpo polimero (14) moldeado sobre el sustrato
eléctricamente conductor (18) y en contacto directo con la lente (42),

en donde las porciones externas (16) sobresalen del cuerpo polimero (14); Caracterizado
por que

el cuerpo polimero (14) es moldeado alrededor del LED (25), de la lente (42) y del sustrato
eléctricamente conductor (18), y en donde la lente (42) sobresale del cuerpo polimero (14).

2. El dispositivo de la reivindicacion 1, en donde el sustrato eléctricamente conductor (18) es un marco de metal.

3. El dispositivo de la reivindicacion 1, en donde el cuerpo polimero (14) es un plastico térmico seleccionado de entre
el grupo formado por policarbonato, poliolefina, PPA y PPS.

4. El dispositivo de la reivindicacién 1, en donde el cuerpo polimero (14) es opaco.

5. El dispositivo de la reivindicacion 1, en donde las porciones externas (16) del sustrato eléctricamente conductor (18)
que sobresalen del cuerpo polimero son compatibles con una toma corriente PAR16 o una toma corriente P21.

6. El dispositivo de la reivindicacién 1, comprendiendo ademas un componente electrénico no emisor de luz (44) unido
al sustrato eléctricamente conductor dentro del cuerpo polimero.

7. El dispositivo de la reivindicacion 6, en donde el componente electrénico no emisor de luz (44) es un circuito de
proteccion de descarga electrostatica, un circuito de acondicionamiento de energia, un circuito conductor, un circuito
de control, una resistencia con plomo o un diodo con plomo.

8. El dispositivo de la reivindicacion 1, en donde el cuerpo polimero (14) cuenta con una conductividad térmica de, al
menos, 1 W/(m-K).

9. El dispositivo de la reivindicacion 1, en donde el sustrato eléctricamente conductor (18) es un metal con una
conductividad térmica de al menos 100 W/(m-K).

10. El dispositivo de la reivindicacion 1, en donde la lente (42) comprende silicona o epoxi.

11. El dispositivo de la reivindicacion 1, en donde el sustrato eléctricamente conductor (18) esta al menos parcialmente
recubierto con una cobertura eléctricamente aislante (46), de manera que el cuerpo polimero no esta en contacto
directo con una porcién (16) del sustrato conductor (18) que es externo al cuerpo polimero.

12. El dispositivo de la reivindicacion 1, en donde el sustrato eléctricamente conductor (18) se extiende mas alla del
cuerpo polimero, y en donde una porcién del sustrato eléctricamente conductor que se extiende mas alla del cuerpo
polimero comprende contactos eléctricos para efectuar la conexién eléctrica al LED.

13. El dispositivo de la reivindicacién 1 en donde el cuerpo polimero cuenta con una resistividad eléctrica de, al menos,
10.000 Q-m.

14. Un sistema que comprende el dispositivo de la reivindicacién 1, siendo usado el sistema en una o en varias de las
siguientes aplicaciones:
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una lampara que esta conectada a un vehiculo y que funciona en un circuito de vehiculo como un conjunto
de lampara completo;

un subcomponente de una lampara para vehiculos que esta ademas integrado en una lampara de forma no
reemplazable;

una lampara utilizada como un intermitente, una luz de circulacion diurna, un faro o una luz trasera.
15. Un método que comprende:
la conexién de un diodo emisor de luz (LED) (25) a un sustrato eléctricamente conductor (18),

en donde el LED (25) comprende conexiones de anodo y catodo (36, 38), en donde el sustrato
eléctricamente conductor (18) incluye

- miembros aislados eléctricamente que se conectan eléctricamente a las conexiones de
anodo y catodo del LED, vy -

- porciones externas (16) configuradas para conectar el sustrato eléctricamente conductor
(18) a una fuente de energia;

la disposicion de una lente (42) sobre el LED (25); Y el moldeo de un cuerpo polimero (14) sobre el LED (25)
y el sustrato eléctricamente conductor (18),

en donde el cuerpo polimero (14) es térmicamente conductor y eléctricamente aislante; Y en donde
las porciones externas (16) sobresalen del cuerpo polimero (14), caracterizado por que

el cuerpo polimero (14) esta moldeado alrededor del LED (25), de la lente (42) y del sustrato eléctricamente
conductor (18), y en donde la lente (42) sobresale del cuerpo.

16. El método de la reivindicacion 15, en donde:

la lente (42) esta en contacto directo con el cuerpo polimero (14);

el cuerpo polimero (14) es de plastico opaco; Y el cuerpo polimero (14) cobre una porcién de la lente (42).
17. El método de la reivindicacion 15 comprendiendo ademas la union de un componente electrénico no emisor de luz

(44) al sustrato eléctricamente conductor (18), en donde el proceso de moldeo comprende encapsular el componente
electronico no emisor de luz (44) dentro del cuerpo polimero (14).
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